MicroStac

0,8 mm Steckverbinder




MicroStac - MEZZANIN
STECKVERBINDERSYSTEM

Die Steckverbinderbaureihe MicroStac basiert auf einem hermaphroditischen Design im

0,8 mm Raster. Stecker und Gegenstecker sind identisch. Stlcklistenpositionen, Lager- und
Verarbeitungskosten werden dadurch reduziert. Das Kontaktdesign besitzt zwei Kontaktpunkte und
eine Uberstecksicherheit von bis zu 1,5 mm und gewé&hrleistet dadurch eine hohe Zuverlassigkeit.

Das Design ist fur die vollautomatische Surface Mount Technology (SMT)-Bestickung
geeignet. MicroStac Steckverbinder sind flir Board-to-Board Ho6hen von 3 mm und 5
mm erhaltlich. Trotz der kleinen Bauart weisen die Kontakte hohe Abstrahlflachen auf,
wodurch ERNI MicroStac Steckverbinder eine hohe Stromtragfahigkeit erreichen.
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TECHNISCHE MERKMALE

Raster 0,8 mm

Polzahl 6, 9,10, 12,14, 50, 54
Strombelastbarkeit pro Kontakt bis zu 2,7 A
Anschlusstechnologie SMT

Anwendungen

Leiterplattenverbindung gestapelt (Mezzanin)

Board-Abstand

3Imm, 5 mm

Gewicht

0,18 g (6-polige Variante)

Varianten

Einreihige Steckverbinder

Zweireihige Steckverbinder

Uberstecksicherheit

* 5 mm Board-Abstand: 1,5 mm
* 3 mm Board-Abstand: O mm

MicroStac STECKVERBINDER

5-6,5mm

3 mm



EINSATZMOGLICHKEITEN

MicroStac STECKVERBINDER

* Gestapelte Leiterplatten

(Mezzanin)
einreihige Variante
(5 mm Board-Abstand)

Gestapelte Leiterplatten
(Mezzanin)

einreihige Variante

(3 mm Board-Abstand)

Gestapelte Leiterplatten
(Mezzanin)

zweireihige Variante

(5 mm Board-Abstand)



VORTEILE

Kontaktdesign

¢ keine Unterscheidung in Messer- und Federleiste
¢ patentiertes Kontaktdesign Patent-

Nr.: DE 19 809 881; US 6,379,170
* zwei toleranzkompensierende Kontaktpunkte

Montagehilfe

e integierte Saugflache flr automatische
Bestlckung per Vakuumpipette

e beim ersten Stecken klappt die Saugflache
(2-reihige Variante) nach innen weg

Positionierzapfen

e geometrisch heterogene Zentrierzapfen zur
exakten Platzierung auf der Leiterplatte

* ermoglichen auBerst zuverlassigen Toleranzausgleich
(Kompensation) der Leiterplattenbohrungen;
sowohl fur Positiv-, als auch Negativtoleranzen

Verarbeitung

e Gurtverpackung, transportsicher geschttzt
und vollautomatisch verarbeitbar

* vollautomatische Bestlickung und Reflow-Lotverfahren, fur
effiziente Verarbeitung auf modernen Bestlckungslinien
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE
KENNWERTE

Technische Kennwerte

Beschreibung Standard Ein- und zweireihige Steckverbinder
Klimakategorie DIN EN 60068-1 Test b -55 /125 / 21
Lager- und Betriebs-

-55 /125 °C

temperaturbereich

Strombelastbarkeit
pro Kontakt

IEC60512 Test 5b

50-polige Version bei Umgebungstemperatur 20 °C: 1,6 A

Luft- und Kriechstrecke
(min.)

Kontakt - Kontakt min. 0,4 mm

Betriebsspannung

IEC 60664

Die zulassigen Betriebsspannungen hangen von der Kudenanwendung
und den anwendbaren oder vorgegebenen Sicherheitsanforderungen
ab. Die Isolationsanforderungen gemafR IEC 60664-1 gelten fur das
gesamte Elektrogerat. Daher sind die Werte fUr die maximalen Kriech-
und Luftabstande der zusammengesteckten Steckverbinder als Teil des
gesamten Strompfads angegeben. In der Praxis kénnen die Kriech- oder
Luftabstdnde wegen des Leiterbilds der Leiterplatte oder der verwende-
ten Verdrahtung geringer sein und mussen separat in Betracht gezogen
werden. Daher kénnen die Werte der Kriech- und Luftabstande fur die
jeweilige Anwendung kleiner sein als beim eigentlichen Steckverbinder.

Spannungsfestigkeit

IEC 60512 Test 4a

Kontakt - Kontakt 500 Ve

Durchgangswiderstand IEC 60512 Test 2a <10 mQ
Isolationswiderstand IEC 60512 Test 3a >10* MQ
) . . 10 - 2000 Hz
Schwingen, sinusférmig IEC 60512 Test 6d 209
Kontaktstorungen wahrend
. . L IEC 60512 Test 2e <7Tus
Schwingen, sinusférmig
. R 50¢g
Schocken, halbsinusférmig IEC 60512 Test 6¢ 1 ms
Kontaktstérungen wahrend
IEC 60512 Test 2e <1lus

Schocken, halbsinusférmig

Mechanische Lebensdauer

IEC 60512 Test 9a

< 10 Steckzyklen

Steck- und Ziehkréfte

IEC 60512 Test 13b

3 mm Bauhdhe: max. 4 N pro Kontakt

5 mm Bauhoéhe: max. 2 N pro Kontakt

Einzelziehkraft mit Lehre

IEC 60512 Test 16e

> 0,5 N

Verarbeitungsbedingungen

max. Handlottemperatur

IEC 60068-2-20

3,5 s bei 350 °C

max. Tauchldttemperatur

IEC 60068-2-20

10 s bei 260 °C

max. SMT-Reflow-
Léttemperatur

JEDEC
J-STD-020

20 - 40 s bei 260 °C

Koplanaritat

< 0,1 mm

MicroStac STECKVERBINDER



ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE
KENNWERTE

Technische Kennwerte

Beschreibung Standard Ein- und zweireihige Steckverbinder
Gehédusematerial

Isolierkdérper PPA

CTI Wert IEC 112 > 600

UL Flammwidrigkeit UL 94 V-0

UL Zulassung E171666

Kontaktmaterial

Basismaterial

Cu Legierung

Steckbereich

vergoldet

Anschlussbereich

Sn

Umweltvertraglichkeit

Recycling

leichte Trennbarkeit der Einzelkomponenten

MicroStac STECKVERBINDER



0,8 mm Raster

SMT prozesskompatibel

zwei Kontaktpunkte

eine Artikelnummer pro Steckverbindung spart
Administrations- und Logistikkosten

Steckhdhe, gesteckt: 3 mm (Uberstecksicherheit: 0 mm)
oder 5 mm (Uberstecksicherheit: 1,5 mm)
anti-magnetische Varianten verfligbar

verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website
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* 0,8 mm Raster

e SMT prozesskompatibel

* zwei Kontaktpunkte

¢ eine Artikelnummer pro Steckverbindung spart
Administrations- und Logistikkosten

« Steckhdhe, gesteckt: 5 mm (Uberstecksicherheit: 1,5 mm)

¢ anti-magnetische Varianten verfligbar

« verfUgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website
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Verbinden Sie sich mit uns

Wir machen es Ihnen leicht, sich mit unseren Experten in Verbindung zu setzen, und sind jederzeit bereit, Sie bei allen Fragen zu
unterstutzen.
Besuchen Sie www.te.com/support, um mit einem Produktspezialisten zu sprechen.
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